
研究体制

国立大学法人 大阪大学産業科学研究所
独立行政法人 神奈川県産業技術研究所
学校法人 大同大学、 東芝デバイス＆ストレージ株式会社

事業管理機関 （株）先端力学シミュレーション研究所

平成２８年度採択 実験・シミュレーション融合評価技術による高耐熱
パワー半導体モジュールの信頼性設計・評価システムの開発

株式会社先端力学シミュレーション研究所（東京都) 主たる技術：接合

・高耐熱パワー半導体モジュールの信頼性設計・評価システムを構築。
・信頼性試験の実測値データベースと回路－熱―構造のマルチフィジックスシミュレーションによる損傷パラ
メータを統計的手法で相関をとり、寿命予測式を導出して評価。

■PCTシミュレーションシステムの開発
・PCT試験では、デバイスへの通電でモジュールを加熱し、繰返し
熱負荷による接合層ならびにワイヤボンディングの損傷による寿命
を評価する。試験条件（Tj）に合わせて通電条件を自動計算

■焼結銀接合材料の機械的特性、破壊進展の評価
・室温から250℃までの範囲のクリープ試験を実施。また、SiC-
MOSFET実装モジュールのPCT、TCT試験における破壊進展を
SATならびに構造関数で評価し、寿命予測式の構築を実施

■バーチャル実装評価システムの開発
・材料特性（機械的特性、破壊進展特性）を組み込んだバー
チャル実装評価システムを構築し、標準モジュール、標準試験条
件におけるモジュール構造、材料特性の感度を高速に計算
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